
まえがき＝Cu-Fe-P 系合金は析出硬化型合金で，工業的
には加工硬化され，ICリードフレームなどの高強度電子
部品として広く使用されている。近年，リードフレーム
の小型化，薄型化，多ピン化に伴い，銅合金が有する良

7），
電気抵抗は不純物元素や結晶粒界などの影響を大きく受
けるため，実用合金を対象にした場合は，電気抵抗だけ

0薬

技術開発本部　材料研究所　
＊＊
㈱コベルコ科研　環境化学事業部

ˈ酋べ琶 ñ跲 ? wムo Ds s o T vw1 s w B1 vs i Co FAll� f L 1 F T vw1 s w _ 1 vs 前 F ll� i sted through the control of the dispersoid 








